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     平成 21 年 4 月 7 日

各  位  
  東京都千代田区大手町二丁目６番１号

  信 越 化 学 工 業 株 式 会 社

  代表取締役社長  金 川 千 尋

         （コード番号 ４０６３）

  問 合 せ 先 ：  

  取締役経理部長  笠 原 俊 幸

  ＴＥＬ (03)3246-5051
 

業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 最近の業績動向を踏まえ、平成 20 年 4 月 28 日に公表した業績予想を下記の通り修正いたし

ましたのでお知らせいたします。 
 

記 

  
１.業績予想修正の内容  （注）予想数値は概算値です。 

 

(１)平成 21 年 3 月期通期 連結業績予想数値の修正(平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

   ※ 億円 億円 億円 億円 円 銭

前 回 発 表 予 想            （Ａ） 14,000 3,070 3,200 2,000 464.86

今 回 修 正 予 想            （Ｂ） 12,000 2,400 2,600 1,600 374.73

増  減  額          （Ｂ－Ａ） △2,000 △670 △600 △400 －

増 減 率            （％） △14.3 △21.8 △18.8 △20.0 －

（ご参考） 

前期実績（平成 20 年 3 月期） 
13,764 2,871 3,000 1,836 426.63

対 前 期 増 減 率（％） △12.8 △16.4 △13.3 △12.8 －

  ※：平成 20 年 4 月 28 日に公表した業績予想の達成は困難である旨を

平成 20 年 12 月 17 日に公表しております。 

 

(２)平成 21 年 3 月期通期 個別業績予想数値の修正(平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3 月 31 日) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

 億円 億円 億円 億円 円 銭

前 回 発 表 予 想            （Ａ） 7,300 880 950 610 141.78

今 回 修 正 予 想            （Ｂ） 6,000 820 980 640 149.89

増  減  額          （Ｂ－Ａ） △1,300 △60 30 30 －

増 減 率            （％） △17.8 △6.8 3.2 4.9 －

（ご参考） 

前期実績（平成 20 年 3 月期） 
7,086 819 925 502 116.73

対 前 期 増 減 率（％） △15.3 0.1 5.9 27.4 －
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２.修正の理由 

 米国金融危機に端を発した世界規模での市場環境悪化により、当社を取り巻く事業環境は昨

年１１月以降急速に悪化しており、当社の業績も半導体シリコンウエハー等電子材料事業を中

心にその影響を受けてきております。 

 これらにより、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、昨年度期初発表の業績予想

を上記の通り修正いたします。 

 なお、期末配当予想の１株当たり５０円（年間配当予想１００円）に変更はありません。 

 

以 上 


